(iﬁﬁneon | 'CC"-ItClg Panasonic
| on lour

ideas for life

Leiterplatten Design versus Produktion
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Agenda

¥ Dokumentation / Datenformate
¥ Bauteildruck

) Lotstopp

%) Kupferlagen

S Bohrdaten

% Konturen

5 Nutzen
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Dokumentation

) |st die Nutzbarmachung von Informationen zur weiteren Verwendung

W) Ziel ist das gezielte Auffinden der niedergelegten Information
%) Qualitatsmerkmale sind:
) \/olIstdndigkeit, Ubersichtlichkeit,
9 VVerstandlichkeit, Strukturiertheit,
9 Korrektheit, Nachvollziehbarkeit,
9 |ntegritat/Authentizitdt (Anderungshistorie), Objektivitit
) Einige Beispiele zur ,,Grolsten Baustelle”:

LTI e — conlag
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Dokumentation - Vollstandigkeit

" 480,750 mm*3
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Dokumentation — Verstandlichkeit

ich bestelle It. beiliegender Dokumentation:

10 Nutzen = 200 St.

mit 18 u AuRen-CU

Bitte um Zusendungder Schablonen-Datenfiir 20er Nutzen.

Infineon

Aufbau Starr
Technology 2 -lagig
Leiterplatten-Basismaterial FR4 Tg 150°
Leiterplattenoberfliche chem. Au
| Kupferkarschierungsdicke 35um Endkupfer |
Finaly Board thickness |nicht definiert
Board Dimension / Panel Dimension 17 mm x 5.8 mm
Kontur |Nutzen teilen (aus verschiedenen LP's)
Via Technology Throught
Track / Gap 2 150y (Standard)
Smallest final hole Diameter 0,30mm
Sonstiges Lotstopplack beidseitig
| Stiickzahl 100|

+10%

+0,15mm

conlao
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Dokumentation - Korrektheit

(infineon

Finaly Board thickness
Board Dimension / Panel Dimension

Kontur

nicht definiert

17 mm x 5.8 mm

+10%

[£0,15mm

Nutzen teilen (aus verschiedenen LP’s)

-
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Dokumentation —Losungsvorschlag

H 1. Allgemeine Angaben
Leiterplattenbezeichnung
Artikelnummer

J
J
% Versionsnummer
¥ Technischer Ansprechpartner (Erreichbarkeit bei Riickfragen mit Vertretungslosung)
5 Tel., E-Mail
. MaRe
B LeiterplattengroBe (X-/ Y-Abmessung)
5 Dimensionstoleranz (Standard: +/- 0,1mm)
% Kontur
¥ Max. LP-Dicke (Gemessen Uber alles inkl. Lotstopplack oder Vorgabe)

L
N

on tlour

O
I f. Quelle: FED - Bibliothek-des-Wissens - Leitfaden Leiterplattenspezifikation, Band 4, Seite 7 (FED - .C D I 1 t G
n I n eo n . Fachverband fiir Design, Leiterplatten- und Elektronikfertigung)



Datenformate

%) Bevorzugt:
% Gerber RS-274X inkl. Bohrdaten im geeigneten Format

=) ODB++
% Eagle (.brd File)
% Gerber 2 (X2)

% Noch moglich:
¥ Standard Gerber
% Target

9 Riickfragen erforderlich:
% Projektdateien von Layoutprogrammen

9 IPC2581

(infineon ggtljggag



Bauteildruck Bauteildruck

) Strichstarke ab 100 pm
9 Schrifthohe ab 0,8 mm
B) Hersteller entfernt Bauteildruck Uber und in direkter Nachbarschaft zu Lotflachen

) Bei selbst erstelltem Footprint auf die Rahmen achten

(infineon Eﬁ){l;lj&ﬂg



Bauteildruck — Beispiel

(infineon conltag
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Bauteildruck — Beispiel = Rahmen um Bauteil

B QOriginale Daten W Anpassung nach Design Check
B Strichstarke 100pum
®) |otstoppfreistellung

./: ] [
infineon __ ,_ | conlag
Rot = Layout, Braun/Griin = ohne Lotstopp, Gelb = Bauteildruck on tlour

B Entfernen Bauteildruck



Bauteildruck — Beispiel = Rahmen um Bauteil - LOsung

|

%) Strichstarke ab 100 um
%) Abstand zu Lotflache 150um

(infineon conlag
on lour



Lotstopp

%) Moglichkeiten abhangig von
) Lackfarbe / andere Materialien fir Lotstopp z.B. Vacrel, Polyimid
9 Kupferschichtdicken
%) Basismaterial
%) Art der Belichtung (LDI oder Kontaktbelichter)

%) Lotstoppfreistellungen
5 Freistellung bei LDI 35um bei Kontaktbelichter ~ 50um
%) Anpassung erfolgt durch den Hersteller nach o.g. Punkten

% Vorschlag:

5 Freistellung im Lotstopp mit der gleichen GrofSe wie die Pads (1:1)
Hinweis an den Hersteller ,Freistellung diirfen angepasst werden*

% Hinweis auf Besonderheiten (Solder Mask defined Pads, bestimmte Gréf3e

O ). o
(infineon Eﬁ){l;lj&ﬂg



Lotstopp — Beispiele

Freistellung im Lotstopp (Lststopplack freie Bereiche griin bzw. braun Dargestellt)

Unterschiedlich, Zu groR Unzureichend 1:1

(infineon conlag
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Kupferlagen

%) Sicht von Top nach Bottom

B Abstinde / Breiten so groR wie moglich

M) Beispiel Padoptimierung
%) Abstand Kupfer zur Kontur 300um (fiir Frasen)

¥ Auto Router — Ergebnis kontrollieren
¥ Probleme bei Kupferflachen
9 nicht geeignete Leiterbahnflihrung
9 (iberlagernde Warmefallen

%) Unterschiedliche Designrules fiir AuBen- und Innenlagen

% Innenlagen: Unterscheidung positiv und negativ
M) Vorschlag: nur positive Lagen verwenden

¥ Wunsch

%) Freiflachen mit Kupfer fillen — bei Innenlagen ein Muss

oo ’
‘ In fl n eon H) eigene Blende fir Schrift und Impedanzleiter — 1um Unterschied reicht aus CDI-‘tGg

on tlour



Kupferlagen — Padoptimierung seitens CONTAG

Resist, Laminieren, Belichten, Entwickeln

@ N s ﬂ Atzen

<inf|neon , Wirkung Atzmedium auf Kupfer -COI-‘tCIg

on tour



Kupferlagen — Padoptimierung seitens CONTAG

Ny
X

% Verbreiterung der Kupferstruktur bzw.
J

'I'nﬁneon 4 Hinzufligen von , Opferflaichen” -CDI-‘tCIg
L - on tour



Beispiel = Abstand Kupfer zur Kontur

%) Die Auswirkung....

W) ,Offenes Kupfer” an den Stirnseiten

%) Kupfergrat
H) Oxidation

B) Kurzschluss

(infineon EEL-._‘,.L-C'Q



Beispiel — Abstand Kupfer zur Kontur

%) Mogliche Ursache...

1. Kontur 2. Layout 3. Polygon !

(infineon conltag
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Beispiel = Abstand Kupfer zur Kontur
%) Losung: Abstand von 300um (0,3mm; 11,81mil)

|

<iﬁﬁn eon 1mil = 0,0254 mm = 25,4pm 'CD"‘tC'Q
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Kupferlagen — Beispiel - Autorouter

(infineon gggj,,kag




Kupferlagen — Beispiel

Infineon

Features Histogram Popup

File &dit

Total Features = 6493

Lines List

POS
P05
POS
P05
NEG
P05
NEG
[P0S
P05
rus
P05
POS
P05
POS
NEG
Pads List
POS r609.6
P05 r649.61
POS r1524
P05 r3048
POS s508
POS s762
POS s1000
POS s1270
P05 51524
POS s2235.2
P05 ovaldl6 . 4x1270
POS oval609.6x1930.4
POS ovall270x381
POS ovall930. 4x609.6
POS oval228.6x1524
POS rect3302x2032
POS rect381x1524
P05 rect406. 4x762
POS rect599.95x249.94
POS rectb35x762
POS recth85. 8x1016
POS rect711.2x304.8
POS rect71l.2x1524
POS rect762x1016
=~
Select || Highlight
Tnselect | Torn 0ff

Close

Leiterbreite 508 um - Impedanz kontrolliert Z,= 50

— Eigene Blende

L

conlao
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Kupferlagen — Beispiel — Eigene Blende

NEG r502 17
POS r508 339
[POS r509 1%
POS r635 3
POS r711.2 1
POS r762 3o
POS rl016 2
POS rl270 14
POS r1720 140
NEG s501 13
Total 2630
Pads List
POS r609.6 2006
POS r649.61 11
POS r1524 13
POS r3048 65
POS s508 544
POS s762 270
POS s1000 1
POS 1270 12
POS 51524 2
POS s2235.2 9
POS ovald06.4x1270 72
POS ovale09.6x1930.4 140
POS ovall1270x381 72
POS ovall930.4x609.6 14
POS oval228. 6x1524 96
POS rect3302x2032 1
POS rect381x1524 8
POS rectd06. 4x762 6
POS rect599.95x249, 94 12
POS rectb3hx762 3
POS rectb8h. 8x1016 12
POS rect711.2x304.8 ]
one wantT11 D104 0

./: [ ) [
Infl neon , Eindeutig: Leiterbreite 509 um - Impedanz kontrolliert Z,= 50 CDI-‘LCIQ
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Bohrdaten

¥) Geeignetes Format — Tooldurchmesser in der Datei enthalten
9 z.B. Excellon2 oder SM3000
H) Alle Bohrungen als Datei liefern
®) getrennt nach durchkontaktiert (DK) und nicht durchkontaktiert (NDK)
) getrennt nach Start- und Endlage (Blind / Buried)
9 Einpresstechik
%) Enddurchmesser mit Toleranz angeben
%) Bohrzugaben
9 Berticksichtigen bei der Berechnung von Restringen, Abstdanden

% DK Bohrdurchmesser + 100/150um (Vias + 50um)
% NDK Bohrdurchmesser + 50um

H) Aspect Ratio
% DK Bohrdurchmesser x 8 = max. Leiterplattendicke

(inﬁneon | 9 Blind Vias Bohrdurchmesser = max. Bohrtiefe 'CDI—‘tCIg

Achtung: Kupferhohe in die Berechnung mit einbeziehen on lour



Bohrdaten — Beispiel

conlag
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Kontur

9 Linienstarke 1um
5 Auf geschlossene Konturen achten
¥ Keine Mehrfachkonturen

5 Ausbriiche in der Leiterplatte in die Kontur tibernehmen

(infineon SFL’Q,,L-C'Q



Kontur - Linienstarke 2mm

1.) Wie Grol ist die Leiterplatte?

@ 2.) Wo soll gefrast werden? 'CC"']tqg

Beil—2-3oder4? on lour



Nutzen mit unterschiedlichen Leiterplatten

(infineon EFL)L'LIHI:CIQ



Nutzen mit unterschiedlichen Leiterplatten

"o

Q1.
rraay|

o
Riuan " lan

Infineon conlto
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Nutzen mit unterschiedlichen Leiterplatten

[ EEEEEEE |

( Infineon Extra Layer mit Bezeichnung .CDI-‘tCIg
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Nutzen mit unterschiedlichen Leiterplatten - Wunsch

¥ Lage mit Bezeichnung der verschiedenen Typen
%) Stiickangabe in der Dokumentation vermerken
¥ z.B. Variante 1: 15 Stlck, Variante 2: 10 Sttck, Variante 3: 12 Stluck

9 Priifen ob eine Reduzierung der Nutzengrofe moglich
¥ Kleinste gemeinsame Vielfache bilden
Anzahl der notwendigen kleinen Nutzen ermitteln um Wunschmenge zu erhalten

J
% Warum?
B Bearbeitungszeit steigt mit der Grofle des Nutzen (Kosten)
¥ Mehrauflage wegen moglicher Ausfdlle wird vermieden (Fertigungszeit)

(infineon Eﬁ){l;lk:lg



Nutzen mit unterschiedlichen Leiterplatten

459 x 264
459 x 130
459 x 86
459 x 63

o L R —

5 Optimale NutzengroRen fiir den

228 x 264 CONTAG Fertigungszuschnitt

228 x 130
228 x 86
228 x 63

= Ry B = R

s

151 x 264
151 x 130
151 x 86
151 x 63 12

W m

112 x 264 4

O 112 x 130 8 5 o
(Infineon 11286 1 contag
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Geschafft = Was haben wir besprochen

¥ Dokumentation hat einen hohen Stellenwert

%) Design Roules gibt es ebenfalls flur Bauteidruck, Lotstopp

5 Konturen der Leiterplatte eindeutig

% Nutzen mit verschieden Leiterplatte moglich, jedoch so

reduziert wie moglich

(infineon conltag
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DANKE - Matthias Klahre
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